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(57) Abstract: The invention relates to a light -emitting 
diode arrangement consisting of a sub-mount on which a 
light-emitting diode chip is mounted, and a reflector which 
is installed on the sub-mount and has a reflector surface 
located in the beam path of the light-emitting diode chip. 
The reflector is formed from the lateral wall of a solid 
body (8, 8a, 8b, 8c) consisting of a transparent material 
and having a small irradiation surface located opposite the 
light-emitting diode chip (3) and a large radiation surface 
(11, 11a) which is located opposite the same, at a distance. 
A lateral wall forming the reflector surface (10) extends 
between the irradiation surface and the radiation surface, 
and the sub-mount (1) comprises an opening into which 
the reflector body (8) is inserted, with the irradiation 
surface first. 

(57) Zusammenfassung: Eine Leuchtdiodenanordnung 
besteht aus einem Submount, auf dem ein Leuchtdio- 
denchip montiert ist, und einem Reflektor, der an dem 
Submount ausgerichtet ist und der eine sich im Strahlweg 
des Leuchtdiodenchips befindende Reflektorflache 
aufweist. Der Reflektor ist von der Seitenwand eines 
massiven Korpers (8, 8a, 8b, 8c) aus einem transparenten 
Material gebildet, der eine dem Leuchtdiodenchip (3) 
gegenuberstehende kleine Einstrahlflache und eine dieser 
im Abstand gegenuberstehende, grosse Abstrahlflache 
(11, 11a) aufweist, zwischen denen sich eine die 
Reflektorflache (10) bildende Seitenwandung erstreckt, 



und der Submount (1) weist eine Offhung auf, in die der Reflektorkorper (8) mit der Einstrahlflache voran eingesteckt ist. 
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Leuchtdiodenanordnung mit Reflektor 

Gebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft eine Leuchtdiodenanordnung mit Reflektor, bestehend aus einem 
Submount, auf dem ein Leuchtdiodenchip montiert ist, und einem Reflektor, der an dem 
Submount ausgerichtet ist und eine im Strahlenweg des Leuchtdiodenchips befindliche 
Reflektorflache aufweist. 

Hintergrund der Erfindung 

Die Beleuchtung mit Licht aus Leuchtdioden (LEDs) hat gegenuber der Beleuchtung mit 
Licht aus konventionellen Lichtquellen, insbesondere Gluhlampen, eine Reihe von 
Vorteilen: die Lebensdauer von LEDs ist mit bis zu 100.000 Stunden um ein Mehrfaches 
hoher als die von Gluhbirnen, die Farbe kann durch Auswahl einer geeigneten LED 
nahezu beliebig gewahlt werden, die Farbtemperatur einer aus verschiedenfarbigen 
LEDs zusammengesetzten Lampe kann elektronisch eingestellt werden und auch der 
elektro-optische Wirkungsgrad von LED-Strahlern ist heute gegenuber dem 
Wirkungsgrad von klassischen Gluhlampen hoher. Aus diesen Grunden sind auf LEDs 
basierende Beleuchtungseinrichtungen in nahezu alien Branchen und Produktfeldern auf 
dem Vormarsch. 

Es gibt eine nahezu unuberschaubare Vielzahl von verschiedenartigen 
Beleuchtungsanwendungen und Aufgaben. Von der diffusen Hintergrundbeleuchtung 
einer Wand oder Signaltafel, uber Verkehrssignalleuchten, Lampen zur Farbkontrolle in 
der Druck- oder Textilindustrie, punktartig strahlende Lichtquellen zur Objektbeleuchtung 
bis hin zur Beleuchtung mittels Lichtwellenleitem werden in den verschiedensten 
Einsatzbereichen unterschiedliche Strahlungsquellen bendtigt. 

Ein LED-Chip strahlt Licht von der Chipoberflache typischerweise isotrop, d.h. in jede 
Richtung gleichmaftig, aus. In einer gewissen Entfernung von dem Chip erhalt man eine 
sog. Lambert-formige Strahlverteilung: Senkrecht zur Chipoberflache ist die Lichtstarke 
am groftten und sie nimmt in jeder Richtung proportional zum Cosinus des Winkels 
gegenuber der Senkrechten ab. (Physikalische Erklarung hierzu z.B. in Gerthsen, 
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Kneser, Vogel: Physik, 13. Auflage, S. 41 7f.) Die Konsequenz daraus ist, dass der LED- 
Chip unter einem Winkel von 45° senkrecht zu seiner Oberflache in Summe die groBte, 
optische Leistung abstrahlt, da das Produkt aus Cosinus (Lambert-Strahlung) und Sinus 
(Kugelflachenelement) sein Maximum bei 45° hat. Diese physikalisch gegebenen 
Abstrahlverhaltnisse mussen bei der Konstruktion von Lampen und Leuchtkorpern 
beachtet werden. 

Stand der Technik 

Aus der WO 02/054129 A1 , die den Ausgangspunkt der Erfindung nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 bildet, ist eine Beleuchtungseinrichtung bekannt, die aus einer Scheibe 
aus einem lichtleitenden Material besteht, an deren einen Rand nebeneinander mehrere 
LEDs Qber jeweils individuelle Kopplungselemente angekoppelt sind, wobei die 
Kopplungselemente jeweils eine Vertiefung mit paraboloidischer, verspiegelter Wand 
aufweisen und am Grund der Vertiefung ein eine LED tragender Submount angeordnet 
ist. In der namlichen Druckschrift ist auch eine Kopplungsanordnung beschrieben t bei 
der der eine LED tragende Submount als Mikroreflektor ausgebildet ist und an ihm ein 
Kopplungselement zum Anschlielien eines Lichtwellenleiters ausgerichtet ist, der einen 
parabolischen Umlenkspiegel aufweist, um den Lichtwellenleiter flach anschlieBen zu 
konnen. 

Aus dem Aufsatz von F. Mollmer und G. Waitl: "Siemens SMT-TOPLED fur die 
Oberflachenmontage, Teil 2: Hinweise zur Anwendung", ; in Siemens Components 29 
(1991) Heft 5, S. 193-196, ist ein zurdirekten Oberflachenmontage bestimmtes 
optoelektrisches Bauelement bekannt, auf das ein Lichtleiter aufgesetzt ist, der einen 
sich von dem Bauelement ausgehend erweiternden oder verengenden Querschnitt 
aufweist und dazu dient, die Distanz zwischen einer das Bauelement tragenden Platine 
und einer Geratefrontplatte zu uberbrucken. In der DE 197 55 734 A1 ist der Aufbau des 
Bauelements naher erlautert. Demnach besteht es aus einem Leadframe, dessen 
einzelne, voneinander isolierte Leiter durch eine Vergussmasse miteinander verbunden 
sind, die zugleich eine Reflektorflache ausbildet, und einem optoelektrischen . 
Halbleiterelement, das direkt auf dem Leadframe montiert ist und an diesem angebondet 
ist. 
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Gemaft der DE 197 55 734 A1 kann auf den von der Vergussmasse gebildeten Korper 
eine Linse aufgesetzt sein, die an dem Korper zentriert ist und dem Halbleiterelement mit 
Abstand gegeniibersteht, wobei der Zwischenraum von einer transparenten 
Vergussmasse ausgefullt ist. Gber die Vorgehensweise, wie das Halbleiterelement auf 
dem Leadframe positioniert wird, schweigt sich die Druckschrift aus. Bekannt ist hierfiir 
die Diebond-Technik, mit deren Hilfe sich jedoch keine Plazierungsgenauigkeiten 
erzielen lassen, die besser als ± 70pm sind. Der Raum, der in dem dargestellten 
Bauelementfurdie Unterbringung des Halbleiterelements zur Verfugung steht, laBt 
solche Toleranzen durchaus zu. 

Seit einigen Jahren erfreuen sich auch Beleuchtungsvorrichtungen iiber Lichtwellenleiter 
zunehmender Beliebtheit. Das Licht des Strahlers mufS dazu in den Lichtwellenleiter 
eingekoppelt werden, der jedoch nur Licht bis zu einem bestimmten maximalen Winkel 
gegen die Lichtwellenleiterachse weiterleitet. Licht, das unter groSeren Winkeln einfallt, 
wird vom Lichtwellenleiter nicht gefuhrt sondern abgestrahlt. Fur die den Lichtwellenleiter 
speisende Lichtquelle bedeutet dies, dass diese idealerweise Licht nur so in den 
Lichtwellenleiter einkoppelt, dass dieses vom Lichtwellenleiter weitergeleitet wird. Dies 
bedeutet, dass die Lichtquelle einen gewissen maximalen Abstrahlwinkel, der vom Typ 
des Lichtwellenleiters abhangig ist, nicht uberschreiten sollte. 

Auch fur die optische Datenubertragung ist die Lichteinkopplung in einen 
Lichtwellenleiter mit hohem Wirkungsgrad von Bedeutung. 

Es ist seit langem bekannt, daft Reflektoren die Abstrahlcharakteristik von LEDs 
verbessern. Typischerweise werden fur Beleutungszwecke eingesetzte LEDs auf einen 
trichterformig ausgebildeten Leadframe-Trager aufgesetzt, drahtgebondet und mit einem 
transparenten Overmould vergossen. Fig. 1 zeigt diesen Aufbau. Wie man aus ihr sieht, 
ist urn den LED-Chip herum zwar ein Reflektor angeordnet, dieser reflektiert das zur 
Seite von der LED abgestrahlte Licht jedoch nur zu einem geringen Teil in Richtung der 
Achse. Insbesondere das unter 45° Winkel abgestrahlte Licht trifft auf die Innenwand des 
Kunststoffkorpers und wird von dort nach Totalreflexion unter ca. 60° Winkel nach vorne 
abgestrahlt. Fur eine Lichtquelle, die gerichtetes Licht abgeben soli, ist dieses Licht 
meistens verloren. Der Grenzwinkel der Totalreflexion fur PMMA ist 42°, d.h., dass Licht, 
welches unter weniger als 48° bezuglich der Senkrechten des Chips abgestrahlt wird und 
auf die senkrechte Wand des Kunststoffkorpers fallt, total reflektiert wird. Der Grund fur 
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die flache Ausbildung des Reflektors gemafc Fig. 1 liegt wesentlich in den durch die 
Leadframetechnik vorgegebenen technologischen Beschrankungen und der einfachen 
Diebondung im flachen Reflektor. 

Urn das Licht von LEDs in Kunststoffgehausen von 5mm Durchmesser, das unter zu 
steilen Winkeln zur Senkrechten abgestrahlt wird, dennoch nutzen zu konnen, sind nach 
Stand der Technik Reflektoren bekannt, die auf das Kunststoffgehause aufgesetzt 
werden konnen. Es wird als Beispiele auf einen Katalog 2000/2001 der Fa. Osram, 
Munchen, Seite 97 und auf einen Katalog des Vertriebsunternehmens, Fa. Conrad, 
Hirschau, 2002 Seite 1097 verwiesen, wonach der Reflektoraufsatz die Lichtintensitat in 
Richtung des Betrachters bis zu einem Faktor 5 erhoht wird. Aus der Geometrie des in 
dem Katalog dargestellten Reflektors erkennt man allerdings, dass das Licht nicht 
starker als ±45° gerichtet werden kann. Da der Reflektor mit 12mm Durchmesser schon 
recht groR ist, wurde seine Verlangerung, und damit die engere Bundelung des Lichtes, 
auf sehr unhandliche BauteilgroBen fuhren. Auch ist die offen liegende, empfindliche 
Spiegelinnenflache des Reflektoraufsatzes nur bedingt fur eine harten 
Umgebungsbedingungen ausgesetzte Komponente geeignet. 

Einen eleganteren Losungsansatz stellte Fa. Gaggione SA, Frankreich auf der Messe 
Optatec 2002 vor. Danach wird die 5mm LED in ein Loch im Brennpunkt eines aus 
unverspiegeltem, massivem, transparentem Kunststoff hergestellten Parabolreflektors 
eingesetzt. Licht, das unter zu groBem Winkel aus dem 5mm LED-Korper austritt, wird 
durch Totalreflexion im Kunststoffkorper nach vorn reflektiert. Die Anordnung ist gut 
gegen AuBeneinflusse (Schmutz, Wasser, usw.) geschiitzt, jedoch ist der Reflektor 
bezogen auf seine Richtwirkung ebenfalls sehr groli. AuBerdem geht an der 
Ubergangsstelle zwischen der 5mm LED und dem Reflektor viel Licht durch Reflexionen 
verloren. 

Ubersicht uber die Erfindunq 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Leuchtdiodenanordnung anzugeben, die 
als Lampe eingesetzt werden kann, bei der das Licht der LED in einen relativ engen 
Strahlkegel mit hohem Wirkungsgrad gebundelt ist. 
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Diese Aufgabe wird durch de im Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelost. 
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhSngigen Anspruche. 

Die Erfindung erlaubt die Anwendung z.B. als Signalleuchte eines Schienenfahrzeuges, 
die idealerweise nur in Richtung der Schienen leuchtet. Aber auch ein Punktstrahler, der 
gezielt auf ein zu beleuchtendes Objekt strahlt (Ausstellungsstiicke im Museen, 
Zigarettenanzunder im Kraftfahrzeug, Lebensmittelbeleuchtung im Supermarkt, usw.) 
benotigt moglichst gerichtetes Licht. 

Die Erfindung offenbart eine Anordnung aus einem mikrostrukturierten Submount, 
bestehend aus einer Aufnahmeoffnung zur prazisen, passgenauen Aufnahme des LED- 
Chips im Brennpunkt eines Paraboloids, welches im Submount als metallischer 
Reflektorspiegel urn den LED-Chip herum ausgebildet ist. Auf den Submount aufgesetzt 
bzw. eingesetzt ist ein Verlangerungsreflektor, der die Strahlformung auBerhalb des 
Reflektors im Submount ubernimmt. Der LED-Chip ist mit mindestens einem Bonddraht 
kontaktiert, der durch einen Schlitz im Submount auf einen die elektrischen Zuleitungen 
tragenden Trager kontaktiert ist. 

Die Erfindung und Ihre Vorteile sowie weitere Merkmale der Erfindung werden 
nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnungen naher erlautert. 

Kurzbeschreibuna der Zeichnunaen 

Fig. 1 zeigt schematisch in vergroBertem MaBstab ein 5mm Kunststoffgehause mit 
einem darin untergebrachten LED-Chip nach dem Stand der Technik, 

Fig. 2 zeigt im Querschnitt die Prinzipdarstellung einer ersten Ausfuhrungsform der 
Erfindung; 

Fig. 3 zeigt im Querschnitt die der Fig. 2 entsprechende Losung, erganzt urn ein 
Gehause zur Abstutzung des Reflektorkorpers; 

Fig. 4 zeigt einen Beleuchtungskdrper mit mehreren am Rand einer lichtleitenden Platte 
mit parabelformigem Querschnitt als Reflektorkorper angebrachten LED-Chips; 
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Fig. 5 zeigt eine Anordnung vergleichbar Fig. 4, jedoch mit einer kreisrunden Scheibe 
von parabelformigem Axialschnitt als Reflektorkorper, und 

Fig. 6 zeigt eine Anordnung, bei der der Reflektorkorper von vier Seitenflachen begrenzt 
ist, die miteinander in Schnittebenen senkrecht zur Senkrechten auf den LED-Chip 
rechte Winkel bilden, aber jeweils eine parabolische Krummung in einer Ebene parallel 
zur Senkrechten auf den LED-Chip aufweisen. 

Detaillierte Erlauterunq der Erfinduna 

Eine erste Ausfuhrungsform der Erfindung zeigt prinzipiell Fig. 2. In der Zeichnung sieht 
man einen mikrostrukturierten Submount 1 , der ein zylindrisches, flaches Sackloch 2 zur 
exakten Einpassung eines LED-Chip 3 hat. In der Zeichnung ist rechts und links von 
dem Chip 3 ein Zwischenraum zu sehen, weil das Sackloch 2 den Chip 3 uber dessen 
Ecken justiert. Der Submount 1 ist auf ein Tragersubstrat 4, wie Leiterplatte, Leadframe, 
TO-Gehause Oder dgl. aufgesetzt. Der LED-Chip 3 ist mittels mindestens eines 
Bonddrahtes 5 von der Chipoberflache zum Tragersubstrat 4 kontaktiert Damit der 
Bonddraht 5 zum Tragersubstrat 4 gefuhrt werden kann, ist in dem mikrostrukturierten 
Submount 1 ein Schlitz 6 ausgebildet, durch den hindurch der Bonddraht 5 gefuhrt ist. Je 
nach LED-Typ wird der zweite Kontakt entweder mittels eines zweiten Bonddrahtes 
realisiert (isolierende LED-Substrate wie Saphir) Oder aber der Chip 3 wird uber das 
elektrisch leitfShige Tragersubstrat 4 und den elektrisch leitfahigen Submount 1 an 
seinem Riickenkontakt angeschlossen. 

Im Submount 1 ist weiterhin ein Parabolreflektor 7 ausgebildet, der so gestaltet ist, dass 
der Brennpunkt des Paraboloids exakt in der Mitte der Oberflache des LED-Chip 3 liegt. 
Der Submount 1 mit seinem Reflektor 7 mull also auf die geometrische Form des LED- 
Chip 3 abgestimmt sein. Damit besteht jedoch die technische Moglichkeit, mit der 
Strahlformung in unmittelbarer Nahe des Chip 3 zu beginnen womit letztlich Baugrofce 
und Bauhohe optimiert werden konnen. 

Insofern entspricht die Konstruktion dem Stand der Technik nach der erwahnten WO 
02/0541 29 A1. 
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Um den Reflektor zu verlangern ist gemaft der Erfindung in die Reflektoroffnung des 
Submount 1 ein aus transparentem Kunststoff (z.B. PMMA oder PC) Oder Klarglas 
bestehender Reflektorkorper 8 eingesetzt, der sich beim Einsetzen exakt (d.h. einige pm 
genau!) in Achsrichtung des Reflektors 7 im Submount 1 ausrichtet. Zwischen LED-Chip 
3 und Reflektorkorper 8 ist ein transparenter Flussigkunststoff 9 eingefullt, der den 
gesamten freien Innenraum des Submount 1 blasenfrei ausfullt. Licht von dem LED-Chip 
3, das nicht im Submount-Reflektor 7 sondern im Reflektorkorper 8 auf die 
Paraboloidflache 10 des Reflektorkorpers 8 trifft, hat einen so flachen Winkel zur 
Auftreffflache, dass es total reflektiert wird. Auch ohne metallische Verspiegelung des 
Reflektorkorpers 8 findet eine 100% Lichtreflexion statt. 

Die erfindungsgemalJe Anordnung hat nun weiter den Vorteil, dass die Lichtverluste, die 
durch den die Reflektorflache 7 des Submount 1 durchquerenden, notwendigen Schlitz 6 
hervorgerufen werden, zumindest teilweise durch Reflexion an dem Reflektorkorper 8 
kompensiert werden konnen. In der Praxis ist es vorteilhaft. wenn der Reflektorkorper 8 
bis auf einen Mindestabstand zum Bonddraht 5 des LED-Chip 3 so weit wie moglich in 
den Submount 1 hinein ragt. Die Lichtverluste durch den Schlitz 6 werden dadurch 
minimiert. 

Der Reflektorkorper 8 ist vorzugsweise ein Kunststoffspritzteil, dessen Lange und 
Durchmesser an seiner lichtabgebenden aufteren Offnung 1 1 den jeweiligen 
Anforderungen der Aufgabe flexibel angepasst werden kann. Es kann aber auch Glas, 
insbesondere Quarzglas, als Material fur den Reflektorkprper verwendet werden. Eine 
Modifikation des aufwendiger herzustellenden Submount 1 ist nicht notwendig. Wenn 
z.B. der Abstrahlwinkel verkleinert werden soli, muft man lediglich einen anderen 
Reflektorkorper 8 auf den Submount 1 aufsetzen. 

Die sich zwischen der Einstrahlflache und der Abstrahlflache erstreckende 
Umfangswandung des Reflektorkorpers 8, die die Reflektorflache 10 bildet, ist 
vorzugsweise hochglanzend. 

Vorzugsweise ist die Anordnung im Aulienbereich mechanisch durch ein Gehause 12 
gesichert. Dieses sollte sich vorzugsweise ebenfalls an dem Submount 1 zentrieren. so 
dass das gesamte Bauteil eine Anordnung wie in Fig. 3 ergibt. Man erkennt in Fig. 3 ein 
Gehause 12, das den Reflektorkorper 8 so wenig wie moglich beriihrt, damit an der 
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Beruhrungsstelle nicht Licht aus dem Reflektorkorper 8 austritt. Eine mechanische 
Fixierung muB naturlich gegeben sein. Zwischen Reflektorkorper 8 und Gehause 12 
sollte sich ein schwach brechendes Material 13 befinden, damit der Reflektorkorper 8 die 
auftreffenden Stahlen auch unter groBeren Einfallswinkeln total reflektiert. Die genaue 
Geometrie und Werkstoffauswahl hangt vom konkreten Design ab. Als Fullmaterial fur 
den Zwischenraum kommen Luft (n = 1) aber auch Silikone (n = 1 ,4) in Frage. 

Der Reflektorkorper 8 kann uber den Submount 1 nach oben hinaus verlangert sein. Er 
besteht dann beispielsweise vorteilhaft aus einem Stuck Lichtleitfaser, deren 
Endabschnitt den erwtinschten paraboloiden Querschnitt hat. Urn an diese Lichtleitfaser 
einen Lichtwellenleiter anzuschlieSen, kann zu einer Ferrulen-Konstruktion gegriffen 
werden (nicht dargestellt), die an dem Submount 1 eine Ferrule zentriert, die eine 
Bohrung hat, die den von dem Submount 1 vorstehenden, freien Endabschnitt des 
Reflektorkorpers 8 aufnimmt und die dabei eine solche Lange hat, dass sie auch noch 
den Endabschnitt eines Lichtwellenleiters passgenau aufnehmen kann. Die einander 
gegenuberstehenden Stimflachen von Reflektorkorper 8 und Lichtwellenleiter sind 
vorzugsweise senkrecht zu ihren Achsen geschliffen und poliert und stoBen unmittelbar 
aneinander an. Ggf. kann auch ein transparenter Klebstofffilm zwischen den genannten 
Stimflachen vorhanden sein. 

Der Vorteil der beiden Anordnungen nach den Fig. 2 und 3 gegenuber dem Stand der 
Technik besteht darin. dass bei diesen Anordnungen die Strahlformung in der 
unmittelbaren Umgebung des LED-Chips 3 beginnt. Mit einer Baugrofte von z.B. nur 
3mm Durchmesser und 5mm Hohe kann das Licht eines ublichen LED-Chips verlustfrei 
in einen Winkelbereich von ±20° eingekoppelt werden. Diese BaugroBe beansprucht 
eine konventionelle LED nach Fig. 1 allein fur das Kunststoffgehause, ohne eine 
nennenswerte Strahlformung vorgenommen zu haben. 

Sollen sehr enge Strahlwinkel realisiert werden, ergeben sich mit der 
erfindungsgemaBen Konstruktion noch handhabbare BaugroBen von z.B. 10mm Lange 
und 5mm Offnungsdurchmesser und einem maximalen Strahlwinkel von ±14°. Der 
eingangs beschriebene Reflektoraufsatz der Fa. Osram erreicht mit 10mm Lange und 
12mm Offnungsdurchmesser hingegen nur einen maximalen Strahlwinkel von ±31°. 
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Durch den erfindungsgemaBen Aufbau kann bei gleicher Bauhohe der Abstrahlwinkel 
um mehr als Faktor 2 reduziert werden. Gleichzeitig ergibt sich eine deutliche 
Verminderung des Reflektordurchmessers. 

Man kann den Reflektorkorper auch mit einer nur in einer Raumrichtung als Strahlformer 
wirkenden Geometrie gestalten, indem man ihn bei Beibehaltung eines parabelformigen 
Querschnitts in zum Querschnitt orthogonaler Richtung linear verlangert, so daft eine 
entsprechend profilierte Platte oder Leiste entsteht, oder in Gestalt eines Torus 
ringformig zu einer mit einer zentralen Offnung versehenen Scheibe schlieftt. 

Fig. 4 zeigt eine Reflektorgeometrie, die aus einer flachen Platte 8a besteht, von der Fig. 
4a einen Querschnitt und Fig. 4b eine Draufsicht zeigt. Man erkennt, daft an dem Rand, 
an dem sich die beiden im Schnitt parabelformig gewolbten Flachen 15 einander nahern, 
mehrere LEDs jeweils uber ihre Submounts 1 nebeneinander angebracht' sind, so daft 
sie gemeinsam in den Reflektorkorper 8a hineinstrahlen konnen: Die jenem Rand 
gegeniiberstehende, abstrahlende Stirnflache 11a erscheint dann als Lichtband. Es 
versteht sich, daft in diesem Falle die Offnungen der Submounts 1 nicht 
rotationssymmetrisch ausgebildet sind, sondern zwei einander spiegelbildlich 
gegeniiberstehende Reflexionsflachen aufweisen, die mit einer gedachten, senkrecht zu 
ihnen verlaufenden Schnittebene jeweils parabelformige Schnittlinien bilden. 

Die Ausfuhrungsform nach Fig. 5a und 5b ist beispielsweise als Rundum-Leuchtfeuer fur 
maritime Anwendungen oder zur Beleuchtung von nur einer Raumebene in Wohn- oder 
Biiroraumen einsetzbar. Bei ihr ist gemaft Fig. 5b der Reflektorkorper 8b eine Scheibe 
mit einer Offnung 16 im Innern, die von einer zyljndrischen Lichteintrittsflache begrenzt 
wird. Die in der Zeichnung oberen und unteren Seitenflachen des Reflektorkorpers 8b 
haben gemafc Fig. 5a eine solche Krummung, daft sie mit einer Axialschnittebene 
zueinander spiegelbildliche, parabelformige Schnittlinien bilden, sie sich in Richtung auf 
den Rand der Offnung 16 einander annahern. An diesem Offnungsrand sind 
nebeneinander in sternformiger Ausrichtung mehrere LED-Chips jeweils uber ihre 
Submounts 1, vergleichbar der Ausfuhrungsform von Fig. 4b, angebracht, die somit 
jeweils radial nach auften in den Reflektorkorper 11b hineinstrahlen. Dabei konnen LEDs 
verschiedener Farben zu weiftem Licht oder zu Licht beliebiger Farbe kombiniert 
werden, oderes kann, wie in manchen praktischen Einsatzzwecken verlangt, in 
unterschiedlichen Sektoren Licht unterschiedlicher Farbe von der zylinderformigen 
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aufteren Umfangsflache 11b des Reflexionskorpers 8b abgestrahlt werden, ohne dafi 
Farbfilter verwendet werden miissen, die bei mit Gluhlampen betriebenen Leuchtfeuern 
die Lichtintensitat dampfen. Es versteht sich, daft auch bei dieser Ausfuhrungsform die 
Submounts 1 keine rotationssymmetrischen Vertiefungen haben, sondern in der Art 
ausgefuhrt sind, wie sie oben unter Bezugnahme auf das Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 
4a und 4b erlautert wurde. 

Es kann aus Grunden des Produktdesigns oder durch speziell vorgegebene 
Einbauverhaltnisse erforderlich sein, die rotationssymmetrischen Reflektorkorper und 
Submounts gemali Fig. 2 und 3 durch Reflektorkorper mit quadratischen Querschnitten 
senkrecht zur Reflektorachse auszubilden. Aus dem Rotationsparaboloid wird dann ein 
Reflektorkorper 8c, dessen vier Seitenflachen 15 jeweils in einer Ebene parabelformig 
gekrummt sind. Fig. 6 zeigt diesen Aufbau mit verschiedenen Querschnittsflachen in 
unterschiedlichen Hohen des Reflektorkorpers 8c. Da der Werkzeugbau von nicht 
rotationssymmetrischen Flachen aber deutlich aufwendiger ist, wird man diese Bauform 
nur unter speziell vorgegebenen Randbedingungen verwenden. 
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Anspruche 



Leuchtdiodenanordnung mit Reflektor, bestehend aus einem Submount, auf dem ein 
Leuchtdiodenchip montiert ist, und einem Reflektor, der an dem Submount ausge- 
richtet ist und der eine sich im Strahlweg des Leuchtdiodenchips befindende Re- 
flektorflache aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB der Submount (1) ein Sackloch 
(2), in das der Leuchtdiodenchip (3) eingesetzt ist, und eine parabolische Reflektor- 
flache (7) oberhalb des Sacklochs (2) aufweist, in deren Brennpunkt bzw. Brennlinie 
die Mitte der Oberflache des Leuchtdiodenchips (3) liegt, der Reflektor von einem 
massiven Korper (8, 8a, 8b, 8c) aus einem transparenten Material gebildet ist, der 
eine dem Leuchtdiodenchip (3) gegenuberstehende kleine Einstrahlflache und eine 
dieser im Abstand gegenuberstehende, groBe Abstrahlflache (11, 11a) aufweist, 
zwischen denen sich eine die Reflektorflache (10) bildende Seitenflache erstreckt, 
und daB der Submount (1) oberhalb des Sacklochs (2) eine Offnung aufweist, in die 
der Reflektorkdrper (8) mit der Einstrahlflache voran so eingesteckt ist, daB seine 
Reflektorflache eine Fortsetzung der Reflektorflache (7) des Submount bildet. 

Leuchtdiodenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Re- 
flektorkorper (8) ein rotationssymmetrischer Korper ist, in dessen Achse der LED- 
Chip (3) angeordnet ist. 

Leuchtdiodenanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Re- 
flektorflachen (7,10) von Submount (1) und Reflektorkdrper (8) jeweils paraboloi- 
disch ausgebildet sind. 

Leuchtdiodenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Reflektorkorper (8) von einer an dem Submount (1) zen- 
trierten Ferrule gehalten ist. 

Leuchtdiodenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Re- 
flektorflache des Reflektorkdrpers (8c) von vier aneinander angrenzenden Seitenfia- 
chen (15) gebildet ist, von denen wenigstens zwei einander gegenuberstehende 
Seitenflachen (15) auf einer sie und den LED-Chip (3) jeweils senkrecht schneiden- 
den Ebene jeweils eine parabelformige Schnittlinie erzeugen, wobei die vier Seiten- 
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flachen (15) mit die genannte Ebene senkrecht schneidenden Ebenen jeweils sich 
eina.nder senkrecht schneidende Schnittlinien bilden. 

Leuchtdiodenanordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daQ> die ge- 
nannten zwei parabolisch geformten Seitenflachen (15) des Reflektorkdrpers (8a) 
quer zum parabolischen Verlauf eine Erstreckung haben, die sehr vie! grolier als die 
entsprechenden Abmessungen der anderen Seitenflachen des Reflektorkorpers (8a) 
sind, und dafc der Einstrahlflache des Reflektorkorpers (8a) mehrere nebeneinander 
angeordnete LED-Chips gegenuberstehen, die mittels ihrer Submounts (1) an dem 
Reflektorkorper (8a) gehalten sind. 

Leuchtdiodenanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daft der Re- 
flektorkorper (8b) eine kreisrunde Scheibe oder ein Sektor einer Scheibe ist, die in 
der Mitte eine kreisrunde Offnung (16) aufweist, die von einer Einstrahlflache be- 
grenzt ist, und die Scheibe bzw. der Scheibensektor einen aufceren Umfang auf- 
weist, der von einer Abstrahlflache (1 1b) begrenzt ist, wobei die Einstrahlflache und 
die Abstrahlflache (11b) achsparallele Zylinderflachen sind und die sie verbindenden 
Seitenflachen mit einer Axialschnittebene jeweils parabelformige Schnittlinien bilden, 
die sich in Richtung auf die Mitte der Scheibe bzw. des Scheibensektors einander 
annahern, und daB der Einstrahlflache mehrere nebeneinander angeordnete, stern- 
formig ausgerichtete LED-Chips gegentiberstehen, die mittels ihrer Submounts (1) 
an dem Reflektorkorper (8b) gehalten sind. 

Leuchtdiodenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dali die Reflektorflachen (10,15) des Reflektorkorpers (8, 8a, 8b, 8c) 
poliert sind. 

Leuchtdiodenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dali der Zwischenraum zwischen dem LED-Chip (3) und der Ein- 
strahlflache des Reflektorkorpers (8, 8a, 8b, 8c) mit einem transparenten, ausge- 
harteten Flussigkunststoff (9) gefullt ist. 
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